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Obstugiwanie Zespotoéw Elektronicznych/Czyszczenie

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.1 Obstugiwanie Zespotow N/A N/A N/A
Elektronicznych
2.2 Czyszczenie N/A N/A N/A
Usuwanie Warstwy
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania

2.3.1 Usuwanie Warstwy Pokrywajgce;j, R,F, W, C Zaawansowany Najwyzszy
Identyfikacja Warstwy Pokrywajgce;j

2.3.2 Usuwanie Warstwy — Metoda z R,F, W, C Zaawansowany Najwyzszy
Wykorzystaniem Rozpuszczalnika

2.3.3 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F, W, C Zaawansowany Najwyzszy
Ztuszczenia

2.34 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F, W, C Zaawansowany Najwyzszy
Termiczna

2.35 Usuwanie Warstwy — Metoda R,F, W, C Zaawansowany Najwyzszy
Scierania/Zeskrobywania

2.3.6 Usuwanie Warstwy — Metoda Mikro L) ug \éy R,F, W, C Zaawansowany Najwyzszy
Podmuchéw (Powietrza) 5 9
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Wymiana Warstwy

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
241 Wymiana Warstwy — Warstwa Maski R,F, W, C Posredni Najwyzszy
Lutowniczej
242 Wymiana Warstwy — Warstwy R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
Pokrywajgce/Uszczelnienia
Kondycjonowanie
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Piyty Umiejetnosci Dostosowania
2.5 Suszenie i Podgrzewanie R, F, W, C Posredni Najwyzszy
Zywice Epoksydowe — Miksowanie i Naktadanie
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.6 Zywice Epoksydowe — Miksowanie i R, F, W, C Posredni Najwyzszy
Nakfadanie
Opis/Znakowanie
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.71 Opis/Znakowanie, Metoda R, F, W, C Posredni Najwyzszy
Stemplowania
2.7.2 Opis/Znakowanie, Metoda R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Recznego Liternictwa
2.7.3 Opis/Znakowanie, Metoda R, F, W, C Posredni Najwyzszy
Znakowania Szablonem
Dbatos¢ i Utrzymanie Grota
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
2.8 Dbatos¢ i Utrzymanie Grota N/A N/A N/A
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Spis Tresci
CZESC 2 Przerabianie Zespotéw Elektronicznych

3 Demontaz

3.1 Rozlutowywanie Komponentéw Przewlekanych

Wyprowadzenie
okragle

Poziom Poziom
Procedura Opis L = Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.1.1 Metoda z Wykorzystaniem Podcisnienia R,F,.W Posredni Najwyzszy
3.1.2 Metoda z Wykorzystaniem Podci$nienia — R,F,.W Posredni Najwyzszy
Wyprowadzenia Czesciowo Zagiete
3.1.3 Metoda z Wykorzystaniem Podci$nienia — R,F,W Posredni Najwyzszy
Wyprowadzenia Catkowicie Zagiete
3.14 Wyprowadzenia Catkowicie Zagiete — R,FW Posredni Najwyzszy
Metoda Prostowania
3.1.5 Catkowicie Zagiete — Metoda z R,F,.W Zaawansowany Najwyzszy
Wykorzystaniem Tasmy Miedzianej
3.2 Demontaz Ztacza i PGA
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.2.1 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Ekspert Sredni
Fali Selektywnej
3.3 Demontaz Komponentu Chip
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Piyty Umiejetnosci Dostosowania
3.3.1 Rozwidlona Koncéwka (Grot) R,FW,C Posredni Najwyzszy
3.3.2 Metoda z Wykorzystaniem Termopincety R,FW,C Posredni Najwyzszy
3.3.3 W Tym Zakonczenie Dolne - Metoda Z R,FW,C Posredni Najwyzszy
Wykorzystaniem Gorgcego Powietrza
3.4 Demontaz Komponentu LCC
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.4.1 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.4.2 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.4.3 Metoda z Wykorzystaniem R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy

Gorgcego Powietrza
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3.5 Demontaz Komponentu SOT

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.5.1 Metoda z Topnikiem R,F,W,C Posredni Najwyzszy
3.5.2 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,W,C Posredni Najwyzszy
3.5.3 Metoda z wykorzystaniem rgczki do R,FEW,C Posredni Najwyzszy
nadmuchu gorgcego powietrza
3.6 Demontaz Komponentu SOIC (wyprowadzenia z dwéch stron)
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.6.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym R,F,W,C Posredni Najwyzszy
3.6.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem R,FEW,C Posredni Najwyzszy
3.6.3 Metoda z Topnikiem R,FW,C Posredni Najwyzszy
3.6.4 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.6.5 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,FEW,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.6.6 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7 Demontaz Komponentu QFP (wyprowadzenia z czterech stron)
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.7.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,wW,C Zaawansowany Najwyzszy
Przyssawka
3.7.11 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — Napiecie R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Powierzchniowe
3.7.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem — Przyssawka R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7.21 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.7.3 Metoda z Topnikiem — Przyssawka R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7.3.1 Metoda z Topnikiem — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.7.4 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,F,w,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.75 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.7.6 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.7.7 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy

Gorgcego Powietrza
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3.8 Demontaz Komponentu PLCC

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.8.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.8.1.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym — Napigcie R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Powierzchniowe
3.8.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Termopinceta
3.8.2.1 Metoda z Owijaniem Lutowiem — R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Napiecie Powierzchniowe
3.8.3 Metoda z Topnikiem — Termopinceta R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.84 Metoda z Zastosowaniem Tylko R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Topnika i Pobielonej Koncowki
3.85 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Gorgcego Powietrza
3.9 Demontaz BGA/CSP
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.9.1 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Goracego Powietrza
3.91.2 System rozptywu na skupiong podczerwien R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
(ze zintegrowanym podgrzewaczem)
3.9.2 Metoda z Zastosowaniem R,F,W,C Zaawansowany Sredni
Podcisnienia
3.10 Demontaz Gniazda PLCC
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.10.1 Metoda z Mostkiem Lutowniczym R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.10.2 Metoda z Owijaniem Lutowiem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.10.3 Metoda z Topnikiem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
3.10.4 Metoda z wykorzystaniem rgczki do R,F,W,C Zaawansowany Sredni
nadmuchu gorgcego powietrza
3.11 Demontaz Komponentéw z Zakonczeniami Dolnymi
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.11.1 Metoda z Gorgcym Powietrzem R,F,.C Ekspert Sredni
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4 Przygotowanie P6l Lutowniczych SMD

% Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
411 Przygotowanie P&l Lutowniczych SMD — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Metoda Pojedynczego Oczyszczania
4.1.2 Przygotowanie P&l Lutowniczych SMD — R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Metoda Ciggta
4.1.3 Usuwanie Lutowia z Powierzchni R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
Pol Lutowniczych — Metoda z
Wykorzystaniem Tasmy
4.2.1 Wyréwnywanie Pola Lutowniczego — Metoda R,FW,C Posredni Najwyzszy
z Wykorzystaniem Grota Ostrzowego
4.3.1 Pobielanie Pola SMT — Metoda z R,F,W,C Posredni Sredni
Wykorzystaniem Grota Ostrzowego
441 Oczyszczanie Pol SMT — Przy R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Uzyciu Grota Ostrzowego
i Tadmy Rozlutowujgce;j
5 Montaz
5.1 Monataz Komponentéw Przewlekanych
Procedura Opis
Postepuj zgodnie z zaleceniami
wystepujacymi w J-STD-001 i
J-HDBK-001
5.2 Montaz PGA i Ztacza
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.2.1 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Ekspert Najwyzszy
Fali Selektywnej
5.3 Montaz Komponentu Chip
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.3.1 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,wW,C Posredni Najwyzszy
Lutowniczej/Gorgce Powietrze
5.3.2 Metoda Punkt do Punktu R,F,W,C Posredni Najwyzszy
5.4 Montaz Komponentu LCC
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.4.1 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy

Gorgcego Gazu (Powietrza)

X1
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5.5 Montaz Komponentu QFP

Poliamidowym Szablonie

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.5.1 Metoda Wielu Wyprowadzen — Gérna R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
Powierzchnia Wyprowadzenia
55.2 Metoda Wielu Wyprowadzen — R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Koncoéwka na Palcach
5.5.3 Metoda Punkt do Punkt R,F,W,C Posredni Najwyzszy
554 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczej/Gorgce Powietrze
555 Koncoéwka (Grot) w Ksztatcie Haka/Drut R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Lutowniczy na Wyprowadzeniu
5.5.6 Grot Ostrzowy z Drutem R,FW,C Zaawansowany Sredni
5.6 Montaz Komponentu PLCC
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.6.1 Metoda z Wykorzystaniem R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Drutu Lutowniczego
5.6.2 Metoda Punkt do Punkt R,FW,C Posredni Najwyzszy
5.6.3 Metoda z Wykorzystaniem Pasty R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczej/Gorgcego Powietrze
5.6.4 Metoda Wielu Wyprowadzen R,F,W,C Posredni Najwyzszy
5.7 Montaz BGA/CSP
Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.7.1 Metoda z Wykorzystaniem Drutu R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Lutowniczego do Wypetnienia Pdl
5.71.2 System rozptywu na skupiong podczerwien R,FW,C Zaawansowany Najwyzszy
(ze zintegrowanym podgrzewaczem)
5.7.2 Metoda z Wykorzystaniem Pasty Lutowniczej R,F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
do Wypetnienia Pol
5.7.21 Metoda z Wykorzystaniem Pasty Lutowniczej R,F,C Zaawansowany Sredni
do Wypetnienia Pol
5.7.3 Procedura Reballing-u BGA — R,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z fiksturg
5.7.4 Procedura Reballing-u BGA — R,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Nosnikiem Papierowym
5.7.5 Procedura Reballing-u BGA — R,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Szablonem Poliamidowym
5.7.6 Metoda Nosnika Kulek Lutowia na R,C Zaawansowany Najwyzszy

Xil
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5.8 Komponenty z Zakonczeniami Dolnymi

Tasmy Miedzianej

Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
5.8.1.1 Instalacja guzkow lutowia i uktadanie R,F,C Ekspert Sredni
5.8.1.2 Montaz z guzkami lutowia i uktadanie z R,F,.C Ekspert Sredni
szablonem pozostajgcym na miejscu
5.8.1.3 Montaz z uprzednim wstepnym recznym R,F,C Ekspert Sredni
lutowaniem plus srodkowe pola termiczne z
guzkami lutowia
6 Usuwanie Zwaré
l! & Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
6.1.1 PLCC — Metoda Przeciggania R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Koncowki (Grota)
6.1.2 PLCC — Metoda Ponownego R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Rozprowadzania
6.1.2.1 PLCC — Metoda z Wykorzystaniem R,FEW,C Posredni Najwyzszy
Tasmy Miedzianej
6.1.3 QFP — Metoda Przeciggania R,F,W,C Posredni Najwyzszy
Koncowki (Grota)
6.1.4 QFP — Metoda Ponownego Rozprowadzania R,F,W,C Posredni Najwyzszy
6.1.4.1 QFP — Metoda z Wykorzystaniem R,FW,C Posredni Najwyzszy

xiii



IPC-7711C/7721C Styczen 2017

Spis Tresci
CZESC 3 Modyfikacja i Naprawa

Pecherze i Rozwarstwienia

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.1 Naprawa Rozwarstwienia/Pecherza, K R Zaawansowany Najwyzszy
Metoda Wstrzykiwania
Wygiecia i Skrecenia
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.2 Naprawa Wygiecia i Skrecenia A R, W Zaawansowany Sredni
-
Naprawa Otworu
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.3.1 Naprawa Otworu, Metoda R, W Zaawansowany Najwyzszy
z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
3.3.2 Naprawa Otworu, R.W Ekspert Najwyzszy
Metoda Transplantacji
Naprawa Wcigcia W Ztgczu Krawedziowym
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.4.1 Naprawa Wciecia W Ztgczu | R, W Zaawansowany Najwyzszy
Krawedziowym, Metoda z
Wykorzystaniem Zywicy ‘
Epoksydowej
3.4.2 Naprawa Wciecia W Ztgczu - R, W Ekspert Najwyzszy
Krawedziowym, Metoda
Transplantac;ji

Xiv
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Naprawa Materiatu Podstawowego

Przewodnika, Metoda z
Wykorzystaniem Tasmy
z Klejem

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
3.5.1 Naprawa Materiatu Podstawowego, R, W Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
352 Naprawa Materiatu Podstawowego, R, W Ekspert Najwyzszy
Metoda Transplantacji Obszaru
3.5.3 Naprawa Materiatu Podstawowego, R, W Ekspert Najwyzszy
Metoda
Transplantacja
Krawedzi
Podniesione Przewodniki
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
411 Naprawa Podniesionego R, F Posredni Sredni
Przewodnika, Metoda z
Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
41.2 Naprawa Podniesionego R, F Posredni Najwyzszy
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Naprawa Przewodnika

Wewnetrznej w Otworze
Metalizowanym, Metoda
Przecinania Mostka Otworu

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania

421 Naprawa Przewodnika, Przewodnik R,F,C Zaawansowany Sredni
Potgczeniowy
z Folii Miedzianej, Metoda
z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej ()

422 Naprawa Przewodnika, Przewodnik R,F,C Zaawansowany Najwyzszy
Potgczeniowy
z Folii Miedzianej, Metoda
z Wykorzystaniem Tasmy z
Klejem

423 Naprawa Przewodnika, Metoda R,F,C Zaawansowany Najwyzszy
Zgrzewania

424 Naprawa Przewodnika, Metoda R,F,C Posredni Sredni
Przewodu Na Powierzchni

425 Naprawa Przewodnika, Metoda R Zaawansowany Sredni
Przewdd Przez Ptyte

4.2.6 Naprawa/Modyfikacja Przewodnika, R,F,C Ekspert Sredni
Metoda z
Tuszem Przewodzgcym

427 Naprawa Przewodnika, Metoda R, F Ekspert Najwyzszy
Warstwy Wewnetrznej

Naciecie Przewodnika
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania

431 Naciecie Przewodnika, Przewodniki R, F Zaawansowany Najwyzszy
Powierzchniowe

4.3.2 Naciecie Przewodnika, Przewodniki R, F Zaawansowany Najwyzszy
Warstwy Wewnetrznej

4.3.3 Usuwanie Potgczenia Warstwy R, F Zaawansowany Najwyzszy
Wewnetrznej w Otworze
Metalizowanym, Wiercenie
Przez Otwor

43.4 Usuwanie Potgczenia Warstwy R, F Zaawansowany Najwyzszy
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Naprawa Podniesionego Pola Lutowniczego

Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.4.1 Naprawa Podniesionego R, F Zaawansowany Sredni
Pola Lutowniczego, Metoda
z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej
442 Naprawa Podniesionego R, F Zaawansowany Sredni
Pola Lutowniczego, Metoda
z Wykorzystaniem Tasmy z Klejem
Naprawa Pola Lutowniczego
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
451 Naprawa Pola Lutowniczego, R, F Zaawansowany Sredni
Metoda z Wykorzystaniem
Zywicy Epoksydowej
452 Naprawa Pola Lutowniczego, R, F Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Wykorzystaniem
Tasmy z Klejem
Naprawa Ztgcza Krawedziowego
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
4.6.1 Naprawa Ztgcza Krawedziowego, # R, F, W, C Zaawansowany Sredni
Metoda z Wykorzystaniem
Zywicy Epoksydowej
b
4.6.2 Naprawa Ztgcza Krawedziowego, R, F,W,C Zaawansowany Najwyzszy
Metoda z Wykorzystaniem
Tasmy z Klejem
4.6.3 Naprawa Ztgcza Krawedziowego, R, F, W, C Zaawansowany Najwyzszy

Metoda Platerowania
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Naprawa Pola Montazowego SMD

Procedura

Opis

llustracja

Typ Plyty

Poziom
Umiejetnosci

Poziom
Dostosowania

4.7.1

Naprawa Pola Montazowego SMD,
Metoda z Wykorzystaniem Zywicy
Epoksydowej

e
e

R,F,C

Zaawansowany

Sredni

4.7.2

Naprawa Pola Montazowego SMD,
Metoda z Wykorzystaniem Tasmy z
Klejem

R, FC

Zaawansowany

Najwyzszy

4.7.3

Naprawa Pola Montazowego
SMD dla BGA, Metoda z
Wykorzystaniem Tasmy

z Klejem

R,F,C

Zaawansowany

Najwyzszy

4.7.4

Naprawa Pola Montazowego
SMD dla BGA z Integralnym
Via, Metoda z Wykorzystaniem
Tasmy z Klejem

Ekspert

Sredni

4.7.41

Naprawa Pola Montazowego

SMD z Integralnym Via, Metoda

z Wykorzystaniem Tasmy z Klejem —
Bez Wygiecia Przewodnika

Ekspert

Sredni

4.7.5

Naprawa Pola Montazowego

SMD dla BGA z Integralnym Via,
Metoda z Przedtuzeniem Obwodu i
z Wykorzystaniem Tasmy z Klejem

R,F.C

Ekspert

Najwyzszy

Naprawa Otworu Metalizowanego

Procedura

Opis

llustracja

Typ Piyty

Poziom
Umiejetnosci

Poziom
Dostosowania

5.1

Naprawa Otworu Metalizowanego,
Brak Potgczenia w Warstwie
Wewnetrznej

R, F,W

Posredni

Najwyzszy

52

Naprawa Otworu Metalizowanego
Metoda Podwajnej Sciany

R, F, W

Zaawansowany

Sredni

53

Naprawa Otworu Metalizowanego,
Potgczenie W Warstwie
Wewnetrznej

Ekspert

Sredni

54

Naprawa Otworu Metalizowanego,
Brak Potgczenia W Warstwie
Wewnetrznej, Metoda

z Przewodnikiem

Potgczeniowym

R,FEW

Posredni

Sredni
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Przewody Potgczeniowe
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
6.1 Przewody Potgczeniowe R, F, W, C Posredni N/A
6.2.1 Przewody Potgczeniowe, R, F Ekspert Sredni
Komponenty BGA, Metoda
Przewodu Potgczeniowego,
z Folii Metalowej
6.2.2 Przewody Potgczeniowe, R, F Ekspert Najwyzszy
Komponenty BGA, Metoda
Przez Plyte
Komponenty Dodatkowe
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
6.3 Modyfikacje i Komponenty R, F, W, C Zaawansowany N/A
Dodatkowe
Naprawa Elastycznego Przewodnika
Poziom Poziom
Procedura Opis llustracja Typ Plyty Umiejetnosci Dostosowania
711 Naprawa Elastycznego F Ekspert Sredni

Przewodnika
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8 Przewody
8.1 Splatanie
— Poziom Poziom
Procedura Opis Typ Plyty Umiejetnosci | Dostosowania

8.1.1 Splatanie Zazebiane N/A Posredni Niski
8.1.2 Splatanie Owijane N/A Posredni Niski
8.1.3 Splatanie Haczykowe N/A Posredni Niski
8.1.4 Splatanie na Zaktadke N/A Posredni Niski
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Informacje Ogélne i Procedury Wspélne

1.1 Zakres W dokumencie zawarte sg procedury
dotyczace naprawy i modyfikacji zespotdéw montazowych
obwodéw drukowanych. Dokument stanowi zespot
zebranych i scalonych informacji, zgromadzonych przez
Podkomisj¢ ds. Mozliwosci Napraw (7-34) Komisji
Zapewnienia Jakosci Produktu IPC. Niniejsza rewizja
zawiera rozszerzony zakres dla proceséw bezotowiowych
oraz dodatkowe wytyczne w inspekcji dla takich operacji
jak naprawy, ktore moga nie mie¢ innych opublikowanych

kryteriow.

Niniejszy dokument nie podaje maksymalnej liczby
przerobek, modyfikacji lub akcji naprawczych na
zespole obwodu drukowanego.

1.2 Cel Dokument zaleca formalne wymagania,
narzedzia, materiaty i metody stosowane w modyfikacji,
naprawie, przerabianiu, remontowaniu lub odrestaurowaniu
produktow elektronicznych. Mimo, ze dokument ten w
wickszosci opiera si¢ na definicji Klasy Produktu uzywane;j
w dokumentach IPC, takich jak J-STD-001 Iub IPC-A-610,
niniejszy dokument powinien by¢ rozwazany jako majacy
zastosowanie do kazdego typu sprzetu elektronicznego.

W przypadku odwotywania si¢ w kontrakcie do

tego dokumentu jako dokumentu kontrolnego beda
obowigzywa¢ wymagania dotyczace modyfikacji, naprawy,
przerabiania, remontow lub odrestaurowania produktow.

IPC okreslito najbardziej powszechny sprzgt i procesy
odpowiednie do wykonywania specyficznych napraw lub
przerabiania. Jest mozliwe, ze moze by¢ wykorzystany
alternatywny sprzet i procesy do wykonania tych samych
napraw / przerabiania. Jezeli sa stosowane alternatywne
wyposazenie i procesy, to w gestii uzytkownika lezy
zapewnienie, ze wyposazenie / procesy nie uszkadzaja
zespotu i spelniajg intencje z Rozdziatu 1.5.1.1 (Poziomy
Zgodnosci) dla uzytego alternatywnego wyposazenia /
procesow).

1.2.1 Definicja Wymagan Zamystem tego dokumentu
jest uzycie go jako przewodnika i nie ma tu specyficznych
wymagan lub kryteridw, chyba ze zostang oddzielnie

i specjalnie przywotane przez umowg kontraktowa
uzytkownika lub inng dokumentacj¢. Kiedy beda uzyte
stowa “musi”, “powinno”, “powinno by¢”, to akcentuja
one wazny punkt. Jezeli te silne zalecenia nie s uzywane,
to wynik koncowy moze nie by¢ satysfakcjonujacy i moze
powodowac dodatkowe uszkodzenia.

Strzatki w dot lub w gore w procedurach modyfikacji
opisuja typ przeprowadzanej procedury modyfikacji.
Strzatka w gore oznacza usuwanie, a strzatka w dot
oznacza instalowanie.

1.3 Tlo historyczne Duzisiejsze zespoly elektroniczne
sa bardziej skomplikowane i1 zminiaturyzowane niz
kiedykolwiek wczesniej. Pomimo tego, moga by¢é w
pelni modyfikowane, przerabiane czy naprawiane, jezeli
zastosowana zostanie wlasciwa technika. Podrecznik
zostat stworzony z mysla o zapewnieniu fachowej
pomocy w naprawianiu, przerabianiu i modyfikacji
zespolow elektronicznych z minimalnym wplywem

na koncowg funkcjonalnos¢ lub niezawodnosc.
Procedury w tym dokumencie zostaly zebrane od
monterow produktu, producentéw plyt drukowanych,
uzytkownikow koncowych, ktorzy zauwazyli potrzebe
wspolnego udokumentowania technik napraw, przerobek i
modyfikacji. Techniki te, generalnie, zostaty zatwierdzone
jako dopuszczalne dla tych klas produktéw wskazanych
podczas testow i wydtuzonego zakresu funkcjonalnosci.
Procedury zawarte w tym dokumencie zostaty
przedstawione do zatwierdzenia przez organizacje
handlowe i militarne wielu pojedynczym uzytkownikom.
Podkomisja ds. Mozliwo§¢ Napraw ma, gdzie stosowne,
rewidowac¢ procedury celem ich poprawy.

1.4 Terminy i Definicje W niniejszym dokumencie maja
zastosowanie nastgpujace definicje:

PCA — Zespot Montazowy Obwodu Drukowanego

Przerabianie — Czynno$¢ polegajaca na przetwarzaniu
nie w petni zgodnych artykutéw, poprzez zastosowanie
oryginalnych lub rownowaznych proceséw, w sposob
ktoéry zapewnia pelng zgodnos$¢ produktu ze stosownymi
rysunkami lub specyfikacjami.

Modyfikacja — rewizja zdolnosci funkcjonalnych produktu,
aby zapewni¢ nowe kryteria dopuszczenia. Modyfikacja
jest zwykle wymagana do wiaczenia zmian projektowych,
ktoére mogg by¢ nadzorowane za pomocg rysunkow,
polecen zmian, itp. Modyfikacja moze zosta¢
przeprowadzona tylko na podstawie szczegotowo
opisanych, autoryzowanych i kontrolowanych
dokumentow.

Naprawa — akt przywrdcenia sprawnosci funkcjonalne;j
wadliwego artykulu w sposob, ktory nie zapewnia
zgodnosci artykutu z obowigzujacymi rysunkami

lub specyfikacjami.

Lut Przytrzymujgcy — Potaczenie lutowane stosowane
zwykle do tymczasowego wyréwnania i utrzymania
komponentu z wieloma wyprowadzeniami na miejscu na
PCB podczas lutowania innych wyprowadzen. Potaczenie
lutu przytrzymujacego wymaga dodatkowego rozptywu
do utworzenia koncowego polaczenia lutowanego.






